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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 
(S) Gehauseanordnung fur Lasermodul 

@ Eine Gehauseanordnung fur ein Lasermodul umfaftt 
ein hermetisch dichtes Modulgehause (26), das das Laser- 
modul (30) enthalt und das mindestens einen laserlicht- 
durchlassigen Austrittswandabschnitt (28) aufweist. Fer- 
ner ist eine Tragerplatte (27), die entweder den Boden des 
Modulgehauses ausbildet oder einen Gehauseboden des 
Modulgehauses tragt und eine Einrichtung (22) zur An- 
kopplung eines Lichtleiters (23) vorgesehen. Die Trager- 
platte (27) umfaftt einen aus einem dielektrischen Materi- 
al bestehenden HF-Leiterbahntrager. Zur elektrischen HF- 
Kontaktierung des Lasermoduls (30) ist eine an dem HF- 
Leiterbahntrager gefuhrte HF-Leiterbahnstrecke vorgese- — 
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Beschreibung 

Die Erfindung betrifft eine Gehauseanordnung fur ein La- 
sermodul mit einem hermetisch dichten Modulgehause, das 
das Lasermodul enthalt und das mindestens einen laserlicht- 5 
durchlassigen Austrittswandabschnitt aufweist, mit einer 
Tragerplatte, die entweder den Boden des Modulgehauses 
ausbildet oder einen Gehauseboden des Modulgehauses 
tragt und mit einer Einrichtung zur Ankopplung eines Licht- 
leiters. 10 

Ein bekanntes Gehause fur gekiihlte Lasermodule (soge- 
nanntes Butterfly-Gehause) besteht aus einer metallischen 
Grundplatte, auf der ein Kiihlelement mit einem darauf an- 
geordneten Lasermodul sowie gegebenenfalls weitere opti- 
sche Elemente angebracht sind. Das Gehause ist mit einem 15 
Metal 1 deckel durch SchweiRen oderLoten hermetisch dicht 
verschlossen. Die Ankopplung der optischen Faser erfolgt 
fiber einen im Bereich eines Gehausefensters an dem Ge- 
hause angebrachten Faserflansch. Mit einem solchen Ge- 
hause lassen sich Datenraten von iiber 2,5 Gbit/s erzielen. 20 
Wegen der Forderung nach hermetischer Dichtigkeit miis- 
sen jedoch hohe Anforderungen an das Gehause als solches, 
seine elektrischen Durchfiihrungen und die Abdichtung des 
optischen Fensters gestellt werden. Ferner konnen in dem 
Gehause nur nicht-ausgasende Bauteile und Materi alien ver- 25 
wendet werden. Aus diesen Griinden sind mit derartigen Ge- 
hausen versehene optoelektronische Bauteile verhaltnisma- 
Big teuer. 

Aus der US 5,566,265 ist ein sogenanntes TO (Transistor 
Out-line)-Gehause bekannt, das fiir den Betrieb von unge- 30 
kiihlten Easermodulen verwendet wird. Dieses Gehause ist 
kostengiinstig herstellbar. Nachteilig ist jedoch, daB es auf- 
grund der fehlenden Moglichkeit. einer Temperaturstabili- 
sierung nicht fiir wellenlangenstabile Lasennodule einsetz- 
bar ist, und daB es aufgrund des Vorhandenseins von boden- 35 
plattcnscitigcn HF-Durchfuhrungcn in Form von cingcgla- 
sten Pins, welche bei hohen Frequenzen eine HF-Einkopp- 
lung behindern, nur bedingt fiir Datenraten iiber 2,5 Gbit/s 
geeignet ist. 

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, eine Gehau- 40 
seanordnung fiir ein Lasermodul zu schaffen, die kostengiin- 
stig herstellbar ist, eine hohe Datenrate ermoglicht und ins- 
besondere auch fur wellenlangenstabile gekiihlte Lasermo- 
dule geeignet ist. 

Zur Losung der genannten Aufgabe ist vorgesehen, daB 45 
die Tragerplatte einen aus einem dielektrischen Material be- 
stehenden HF-Leiterbahntrager umfaBt, und daB zur elektri- 
schen HF-Kontaktierung des Lasermoduls eine an dem HF- 
Leiterbahntrager gefiihrte HF-Leiterbahnstrecke vorgesehen 
ist 50 

Durch die an oder in der Tragerplatte verlaufende HF- 
Leiterbahnstrecke wird erreicht, daB das Modulgehause die 
gewiinschten gute HF-Eigenschaften aufweist. Gleichzeitig 
wird durch die erfindungsgemaBe Anordnung der Trager- 
platte - indcm sic den Gehauseboden des Modulgehauses 55 
tragt oder sogar selber den Boden des Modulgehauses aus- 
bildet gewahrleistet, daB stets eine gute thermische An- 
kopplung der Tragerplatte an das Lasermodul erzielbar ist. 
Dies ermoglicht einen temperaturstabilen Betrieb des Laser- 
moduls und damit die Schaffung von wellenlangenstabilen 60 
Lasermodulen, wie sie fiir optische Ubertragungssysteme 
mit Wellenlangen multiplex- (WDM: Wavelength Division 

♦ ♦ 

Multiplexing) Ubertragung benotigt werden. 

Ein weiterer wesentlicher Vorteil der Erfindung besteht 
darin, daB aus mehreren Griinden ein kostengiinstiger Ge- 65 
samtaufbau ermoglicht wird. Zunachst kann das Modulge- 
hause als solches sehr kostensparend hergesLellt werden. 
Wenn die Tragerplatte den Boden des Gehauses bildet, kann 
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dieses in einfacher Weise aus einer auf die Tragerplatte her- 
metisch dicht aufgesetzten Kappe aufgebaut sein. Im ande- 
ren Fall (d. h. wenn die Tragerplatte den Gehauseboden 
tragt) konnen bereits bestehende, kostengunstige TO-Ge- 
hause nach Kiirzung ihrer Durchfiihrungspins und Montage 
auf die erfindungsgemaBe Tragerplatte in Art eines SMDs 
(SMD: Surface Mounted Device) zum Aufbau der erfin- 
dungsgemaBen Gehauseanordnung eingesetzt werden. Da- 
durch werden die bekannten Vorziige von in SMD-Bau- 
weise hergestellten Schaltungsanordnungen erzielt. Alle 
weiteren ggf. vorgesehenen optischen Bauelemente, die au- 
Berhalb des Modulgehauses angeordnet sind, miissen nicht 
den Anforderungen eines hermetisch dichten Aufbaus genii- 
gen, d. h. fur sie konnen kostengunstige nicht-epoxidharz- 
freie Ausfuhrungen gewahlt werden. Somit schafft die Er- 
findung ein funktionell selbstandiges, aufbaumaRig kom- 
pakt auslegbares und hermetisch dichtes Modulgehause, das 
eine "Kerneinheit" der erfindungsgemaBen Gehauseanord- 
nung bildet und dadurch fiir den Aufbau der erfindungsge- 
maBen Gehauseanordnung ein hohes MaB an Modularitat 
bzw. Gestaltungsvariabilitat ermoglicht. 

Beispielsweise kann die Ankopplung eines Lichtleiters 
vollstandig getrennt von dem Modulgehause entweder an ei- 
nem "ausgelagerten" optischen Bauteil oder einem auBeren 
Gehause erfolgen. Zur Ankopplung konnen bereits komplett 
gefertigte und getestete Ankoppeleinrichtungen verwendet 
werden, wodurch Ausbeuteprobleme bei der Endmontage 
deutlich verringert werden konnen. 

Vorzugs weise ist die HF-Leiterbahnstrecke als Koplanar- 
leitung oder Mikrostreifenleitung ausgefuhrt und weist ei- 
nen Wellenwiderst.and im Bereich von 25 Q bis 50 Q auf 

Nach einer bevorzugten Ausfiihrungsvariante der Erfin- 
dung ist die den Boden des Modulgehauses ausbildende Tra- 
gerplatte allein von dem aus dem dielektrischen Material be- 
stehenden HF-Leiterbahntrager gebildet. Auf einer solchen 
Tragerplatte konnen neben der HF-Lcitcrbahnstrcckc fcrncr 
Kontaktpads, weitere Leiterbahnen und gegebenenfalls auch 
weitere Bauelemente wie Diinnschichtwiderstande, inte- 
grierte Hybridverstarker usw. angeordnet sein. Eine aus ei- 
nem gut warmeleitenden Material wie AI2O3, BeO oder A1N 
bestehende Tragerplatte ist bevorzugt, weil eine solche eine 
gute Warmeleitfahigkeit zur Abfiihrung von Verlustwarme 
des Lasermoduls aufweist. 

Eine alternative, ebenfalls bevorzugte Ausfiihrungsva- 
riante der Erfindung kennzeichnet sich dadurch, daB die den 
Boden des Modulgehauses ausbildende Tragerplatte aus 
dem HF-Leiterbahntrager und einer iiber dem HF-Leiter- 
bahntrager angeordneten, insbesondere aus Cu, einer Gu/W- 
Legierung oder Kovar bestehenden Metallschicht aufgebaut 
ist Tn diesem Fall wird die von dem Lasermodul erzeugte 
Verlustwarme in efflzienter Weise iiber die oberflachenseitig 
angeordnete Metallschicht verteilt und abgefiihrt. Im Falle 
einer Kuhlung verbessert die Metallschicht die thermische 
Ankopplung des Lasermoduls an ein Kiihlelement. 

Fcrncr kann der HF-Lcitcrbahntragcr auch als Mchrla- 
genplatine ausgefuhrt sein. In diesem Fall werden Uberkreu- 
zungen von in unterschiedlichen Lagen verlaufenden Leiter- 
bahnen ermoglicht, und die Leiterbahnen konnen bei Vor- 
handensein eines oberflachenseitig angeordneten Dichtring 
problemlos unter diesem hindurch gefiihrt werden. 

Wenn als Modulgehause wie bereits angesprochen ein 
TO-Gehause mit eigenem Gehauseboden zur Anwendung 
kommt, kennzeichnet sich eine bevorzugte Variante der Er- 
findung dadurch, daB die Tragerplatte aus dem HF-Leiter- 
bahntrager und einem Korper aus einem Material mit guter 
Wanneleitfahigkeit, insbesondere Metall aufgebaut ist, wo- 
bei der HF-Leiterbahnlrager oberhalb des Korpers angeord- 
net ist. Da der HF-Leiterbahntrager in diesem Fall nicht zur 
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Warmeableitung beitragt sondern diese eher behindert, kann 
er vorzugsweise sehr diinn, beispielsweise als Folie ausge- 
legt sein. 

Ein erstes Ausfuhrungsbeispiel der erfindungsgemaBen 
Gehauseanordnung kennzeichnet sich dadurch, daB ein opti- 5 
sches Element im Strahlengang des Laserlichtbiindels hinter 
dem Modulgehause angeordnet ist, und daB der optische 
Lichtleiter in mechanisch stabiler Lage an dem optischen 
Element festlegbar ist. Bei diesem Ausfuhrungsbeispiel 
wird die bereits erwahnte erfindungsgemaB geschaffene 10 
Moglichkeit der Auslagerung von optischen Elementen aus 
dem hermetisch dichten Modulgehause genutzt, indem die 
Ankopplung des optischen Lichtleiters unmittelbar an die- 
sem ausgelagerten optischen Element erfolgt. 

Bei dem ausgelagerten optischen Element kann es sich 15 
beispielsweise um ein Umlenkprisma oder einen optischen 
Isolator handeln. 

Eine vorteilhafte Ausfuhrungsvariante dieser Losung 
kennzeichnet sich dadurch, daB die Gehauseanordnung von 
einer durch Einschaumen und/oder Umspritzen mit einem 20 
schlecht warmeleitenden Kunststoff bewirkten Schutzum- 
mantelung umgeben ist. Dadurch konnen Umwelteinflusse 
von dem Modulgehause ferngehalten werden. Wenn ein 
Kiihlelement, beispielsweise ein Peltier- Kiihler vorgesehen 
ist, wird ferner in vorteilhafter Weise eine Warmeisolation 25 
desselben erzielt. 

Es kann ferner vorgesehen sein, daB die Gehauseanord- 
nung von einem Schutzgehause aus Kunststoff umgeben ist. 
Dieses Schutzgehause kann ein einf aches Kunststoff ge- 
hause sein, dessen Aufgabe darin besteht, die Gehausea- 30 
nordnung und insbesondere das ausgelagerte optische Ele- 
ment gegeniiber Staub zu schutzen und einen Warmeaus- 
tausch iiber Konvektion zu unterbinden. 

Ein zweites bevorzugtes Ausfuhrungsbeispiel der Erfin- 
dung kennzeichnet sich dadurch, daB ein auBeres Gehause 35 
im Strahlengang des Laserlichtbiindels hinter dem Modul- 
gehause angeordnet ist und daB der optische Lichtleiter in 
mechanisch stabiler Lage an dem auBeren Gehause festleg- 
bar ist. Da das auBere Gehause nicht hermetisch dicht sein 
muB, kann es aus kostengiinstigen Materi alien wie bei- 40 
spielsweise Kunstoff und Metall aufgebaut sein, wobei teure 
hermetisch dichte Leitungsdurchfuhrungen und hermetisch 
dichte Fenster entf alien konnen. Fur die in dem auBeren Ge- 
hause auBerhalb des hermetisch dichten Modulgehauses an- 
geordneten optischen Bauteile konnen wiederum kosten- 45 
giinstige kunstoff- oder epoxidharzhaltige Ausfiihrungen 
gewahlt werden. 

Nach einer zweckmaBigen Ausfuhrungsvariante kann die 
Kappe des Modulgehauses integral ausgebildet sein und aus 
einem laserlicht.durchlassigen Material, beispielsweise Glas 50 
oder bei ausreichend langwelliger Lasers trahlung auch Sili- 
zium bestehen. Es ist aber auch moglich, die Kappe aus ei- 
nem die Umfangswande bildenden Rohrstiick und einer das 
Rohrstiick endseitig verschlieBenden Deckenplatte aufzu- 
baucn. Bei einem Lascrmodul, dessen Strahlengang parallel 55 
zu der Tragerplatte verlauft, kann das Rohrstiick aus einem 
laserlichtdurchlassigen Material, beispielsweise Glas oder 
Silizium bestehen. Derngegeniiber muB bei einem senkrecht 
zu der Tragerplatte abstrahlenden Lasermodul das Laser- 
licht durch die Deckenplatte hindurchtreten konnen. Diese 60 
besteht dann vorzugsweise aus Glas oder Silizium, wahrend 
das die Umfangswande des Modulgehauses bildende Rohr- 
stiick aus Keramik oder Metall gebildet sein kann. 

Vorzugsweise ist die Tragerplatte an ein auBerhalb des 
Modulgehauses angeordnetes Kiihlelement, insbesondere 65 
ein Peltier-Element angekoppelt, wodurch wellenlangensta- 
bile Module erzielt werden. 

Weitere bevorzugte Ausfiihrungsbeispiele und Ausgestal- 
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tungen der Erfindung sind in den Unteranspriichen angege- 
ben. 

Die Erfindung wird nachfolgend in beispielhafter Weise 
unter Bezugnahme auf die Zeichnung naher erlautert; in der 
Zeichnung zeigt: 

Fig. 1 eine Teilschnittdarstellung eines Gehauses fur ge- 
kiihlte Lasermodule nach dem Stand der Technik; 

Fig, 2 eine schematische Querschnittansicht eines Laser- 
moduls nach dem Stand der Technik; 

Fig. 3a eine schematische Schnittansicht eines ersten 
Ausfiihrungsbeispiels mit Faserankopplung an einem auBe- 
ren Gehause nach der Erfindung; 

Fig. 3b das in Fig. 3a gezeigte erste Ausfuhrungsbeispiel 
in Draufsicht; 

Fig. 4a eine schematische Schnittdarstellung eines Mo- 
dulgehauses mit gehauseinterner zweifacher Strahlumlen- 
kung und integriertem optischen Isolator; 

Fig. 4b eine schematische Darstellung des in Fig. 4a ge- 
zeigten Modulgehauses in Draufsicht; 

Fig. 5 eine schematische Schnittdarstellung einer Va- 
riante eines Modulgehauses mit gehauseinterner einfacher 
Strahlumlenkung und externer zweiter Strahlumlenkung; 

Fig. 6 eine schematische Schnittdarstellung einer weite- 
ren Variante eines Modulgehauses mit gehauseinterner er- 
ster Strahlumlenkung und externer zweiter Strahlumlen- 
kung sowie externem optischen Isolator; 

Fig. 7 eine schematische Schnittdarstellungen einer drit- 
ten Variante eines Modulgehauses mit gehauseinterner er- 
ster Strahlumlenkung und externer zweiter Strahlumlen- 
kung sowie externem optischen Isolator; 

Fig. 8a eine schematische Schnittdarstellung einer vierten 
Variante eines Modulgehauses mit gehauseinterner erster 
Strahlumlenkung und einer weiteren Moglichkeit einer ex- 
ternen zweiten Strahlumlenkung; 

Fig. 8b eine schematische Darstellung des in Fig. 8a ge- 
zcigtcn Modulgehauses in Draufsicht; 

Fig. 9 eine schematische Darstellung einer Tragerplatte 
mit darauf angeordneten elektrischen Bauteilen und Lei- 
tungswegen in Draufsicht; 

Fig. 10 eine schematische Schnittansicht eines zweiten 
Ausfiihrungsbeispiels der Erfindung mit Faserankopplung 
an einem auBeren Gehause; 

Fig. 11a eine schematische Darstellung eines dritten Aus- 
fiihrungsbeispiels mit Faserankopplung an einem optischen 
Isolator; 

Fig. lib eine schematische Darstellung des in Fig. 11a 
gezeigten Ausfiihrungsbeispiels in Draufsicht; 

Fig. 12 eine schematische Darstellung einer Variante des 
in den Fig. 11a, b gezeigten Ausfiihrungsbeispiels mit 
Schutzgehause; und 

Fig. 13 eine schematische Darstellung eines weiteren in 
der erfindungsgemaBen Gehauseanordnung einsetzbaren 
TO-Modulgehauses . 

Nach Fig. 1 besteht ein bekanntes Gehause 1 fiir ein La- 
scrmodul (Lascrsubmount) 2 aus einer mctallischcn Grund- 
platte 3, einem Gehausedeckel 4 sowie einem Gehause- 
flansch 5, der an einer Stirnseite des Gehausedeckels 4 ab- 
dichtend in diesen eingesetzt ist. Der Gehauseflansch 5 ist 
mit einer Durchtrittsbohrung versehen und weist an seiner 
gehauseinnenseitigen Stirnflache ein Gehausefenster 7 auf. 
An der gehauseauBenseitigen Stirnflache ist der Gehause- 
flansch 5 mit einem Faserflansch 6 gekoppelt, der von einer 
koaxialen Zentralbohrung durchlaufen wird. Der Faser- 
flansch 6 fixiert eine optische AnschluBfaser 9 mit Schutz- 
und Zugentlastungsumhiillung 8. In der Zentralbohrung des 
Faserflansches 6 befindet sich eine Linse 10 zur definierten 
Einkopplung der von dem Lasermodul 2 abgegebenen La- 
sers trahlung in die Glasfaser 9. 
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Das Lasermodul 2 ist auf einem Peltier- Kiihlelement 11 
montiert, das seinerseits auf der metallischen Grundplatte 3 
des Gehauses 1 aufsteht. Neben dem Lasermodul 2 tragt das 
Peltier-Element 11 einen optischen Isolator 47, der dazu 
dient, durch Reflexion verursachte Riickwirkungen auf den 5 
Laser zu vermeiden. 

Fig. 2 stellt den Grundaufbau des in Fig. 1 verwendeten 
Lasermoduls 2 dar. Als Lichtsender verwendet das Laser- 
modul 2 einen Laserchip 12, der auf einem aus Silizium be- 
stehenden Trager 13 angeordnet ist. Der Trager 13, der auch 10 
als Si-Submount bezeichnet wird, tragt ferner zwei Umlenk- 
prismen 14, 15, die zu beiden Seiten des Laserchips 12 an- 
geordnet sind und Spiegelflachen aufweisen, die unter ei- 
nem Winkel von 45° gegeniiber der aktiven Flache des La- 
serchips 12 orientiert sind. Auf dem einen Umlenkprisma 14 15 
ist eine Koppellinse 16 aufgebracht und so angeordnet, daB 
die im Laserchip 12 erzeugte und von dem Umlenkprisma 
14 umgelenkte Laserstrahlung die Koppellinse 16 im we- 
sentlichen in Richtung ihrer optischen Achse durchlauft. 

Auf dem zweiten Umlenkprisma 15 ist ein Monitor-Chip 20 
17 derart angeordnet und befestigt, daB von diesem ein Teil 
der vom Laserchip 12 erzeugten optischen Strahlung emp- 
fangen wird. Der Monitor-Chip 17 kann zur Messung bzw. 
Regelung der Laserleistung verwendet werden. Hierbei 
kann das Umlenkprisma 15 auch ganz entf alien und der Mo- 25 
nitor-Chip 17 kann direkt auf dem Si-Submount montiert 
sein. 

Mit dem in den Fig. 1 und 2 dargestellten gekiihlten La- 
serbauelement lassen sich Datenraten iiber 2,5 Gbit/s erzie- 
len. 30 

Nachteilig sind jedoch die aufgrund der aufwendigen Ge- 
hausegestaltung hohen Herstellungskosten. 

Fig. 3 a zeigt ein erstes Ausfuhrungsbeispiel nach der Er- 
findung. Ein auBeres Gehause 18 weist eine Bodenplatte 19 
sowie einen auf der Bodenplatte 19 angeordneten Gehause- 35 
deckel 20 auf. An cincr Stirnscitc 21 des Gchauscdcckcls 20 
ist ein FaserfLansch 22 angeschlossen, der eine Glasfaser 23 
in mechanisch stabiler Lage an dem auBeren Gehause 18 
festlegt. Der FaserfLansch 22 ist gegenuber dem auBeren Ge- 
hause 18 in Richtung des Doppelpfeils 24 justierbar. 40 

Innerhalb des auBeren Gehauses 18 befindet sich ein Pel- 
tier- Kiihlelement 25 sowie ein darauf montiertes erfindungs- 
gemaBes Modulgehause 26. Das Modulgehause 26 besteht 
aus einer gut warmeleitenden Tragerplatte 27 sowie einem 
kappenformigen Gehausedeckel, der aus einem die Um- 45 
fangswande bildenden, laser lichtdurchlassigen Rohrstiick 
28 sowie einer das Rohrstiick 28 abschlieBenden Decken- 
platle 29 aufgebaul ist. Innerhalb des Modulgehauses 26 ist 
ein Lasermodul 30 angeordnet, des sen Grundaufbau im we- 
sentlichen dem in Fig. 2 dargestellten Lasermodul 2 ent- 50 
spricht, sich von diesem jedoch durch das Vorhandensein ei- 
nes weiteren Umlenkprismas 31 unterscheidet, das unmittel- 
bar auf der Koppellinse 16 (Fig. 2) angebracht ist. Das Um- 
lenkprisma 31 lenkt das durch die Linse 16 hindurchgelau- 
fcnc Strahlcnbundcl um 90° um, so daB das Lascrbiindcl 32 55 
in Strahlrichtung hinter dem Umlenkprisma 31 im wesentli- 
chen parallel zu dem Trager 13 (Laser sub mount) verlauft 
und in die am auBeren Gehause 18 ausgerichtete Glasfaser 
23 einkoppelt. 

Bei der dargestellten Aufbauweise erfolgt die Faseran- 60 
kopplung nicht an dem Modulgehause 26. Somit ist dieses 
keinen besonderen mechanischen Belastungen ausgesetzt. 
Aus diesem Grund kann das Modulgehause 26 auch bei For- 
derung nach hermetischer Dichtigkeit sehr einfach und ko- 
stengiinstig ausgefiihrt sein. Beispielsweise kann das Rohr- 65 
stuck 28 aus Glas oder einem geeigneten Halbleitermaterial 
— fur langwellige Lasermodule beispielsweise Silizium - ge- 
bildet sein. Die Deckenplatte 29 kann aus dem gleichen Ma- 
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terial wie das Rohrstiick bestehen und integral mit diesem 
gebildet sein. Es ist jedoch auch moglich, eine Deckenplatte 
aus Keramik oder Metall vorzusehen. 

Ein weiterer Vorteil des in Fig. 3a gezeigten Aufbaus be- 
steht darin, daB aufgrund der vollflachigen Anlage der Tra- 
gerplatte 27 an dem Peltier- Kiihlelement 25 ein guter War- 
mekontakt ermoghcht wird. Die Tragerplatte 27 kann aus ei- 
nem Dielektrikum mit guter Warmeleitfahigkeit wie bei- 
spielsweise AI2O3, A1N, BeO oder hochohmigem Si beste- 
hen, oder es kann in alternativer Weise eine Tragerplatte 27 
mit einer oberflachenseitig ausgebildeten Metallkaschierung 
aus CuAV, Cu oder Kovar eingesetzt werden, die eine noch 
bessere warmemaBige Anbindung des Lasermoduls 30 an 
das Peltier- Kiihlelement 25 ennoglicht. 

Fig. 3b zeigt den in Fig. 3 a dargestellten Aufbau in 
Draufsicht. Zur Ein kopplung des Laserbiindels 32 in die 
Glasfaser 23 ist in einer Bohrung des Faserflansches 22 eine 
Linse 33 vorgesehen. In Strahlrichtung vor der Linse 33 ist 
ein optischer Isolator 34 angeordnet, der in den Faserflansch 
22 hybrid integriert ist, und dessen Aufgabe es ist, reflektier- 
tes Licht von dem Laserchip 12 fernzuhalten und somit 
durch Lichtreflexionen verursachte Riickwirkungen auf den 
Laserchip 12 wesentlich zu reduzieren. Derartige Faser- 
flanschkomponenten mit oder ohne integrierter Linse 33 und 
optischem Isolator 34 sind als komplett gefertigte und gete- 
stete Ankoppeleinheiten beziehbar. Durch ihren Einsatz in 
Verbindung mit der Verwendung des erfindungsgemaBen 
Modulgehauses lassen sich Ausbeuteprobleme bei der End- 
montage verringern. Da ferner der optische Isolator 34 au- 
Berhalb des Modulgehauses 26 angeordnet ist, konnen ko- 
stengiinstige nicht. Epoxidharz-freie Tsolatorausfuhrungen 
gewahlt werden. 

Das Lasermodul 30 ist in dem Modulgehause 26 dezen- 
tral angeordnet. Dadurch wird erreicht, daB das Laserbiindel 
32 etwas schrag durch das optisch durchlassige Rohrstiick 
28 hindurchtritt und somit an diesem rcflckticrtcs Licht 
nicht auf den Laserchip 12 zurtickgeworfen wird. Ferner 
kann das laserlichtdurchlassige Rohrstiick 28 entspiegelt 
sein. 

Fig. 4a zeigt eine schematische Schnittdarstellung eines 
weiteren Modulgehauses 26. Dabei sind gleiche Teile wie in 
den vorhergehenden Figuren mit denselben Bezugszeichen 
gekennzeichnet. Der in Fig. 4a gezeigte Aufbau des Modul- 
gehauses 26 unterscheidet sich von der Ausfuhrung nach 
Fig. 3 a nur dadurch, daB der optische Isolator 35 nunmehr in 
dem Modulgehause 26 angeordnet ist. Dies hat den Vorteil, 
daB auch an dem lichtdurchlassigen Rohrstiick 28 auftre- 
tende Lichtreflexionen durch den optischen Isolator 35 von 
dem Laserchip 12 ferngehalten werden konnen. Ferner wird 
aufgrund der tragerpl alien seiti gen Anbringung ein beson- 
ders guter Warmekontakt des optischen Isolators 35 mit 
dem Peltier- Kiihlelement 25 geschaffen. Dies ist von Vor- 
teil, da der innerhalb enger Temperaturbereiche optimier- 
bare optische Isolator 35 auf diese Weise sehr temperatursta- 
bil bctricbcn werden kann. 

Nach Fig. 4b ist das Lasermodul 30 wiederum dezentral 
in der zylinderformigen Modulgehausekappe angeordnet. 
Die Symmetrieachse des optische Isolators 35 ist gegeniiber 
der Strahlrichtung des Laserbiindels 32 leicht verkippt. 

Die Fig. 5, 6 und 7 zeigen weitere Beispiele fiir die An- 
ordnung optischer Elemente an dem erfindungsgemaBen 
Modulgehause 26. Die in diesen Figuren gezeigten Anord- 
nungen haben gemeinsam, daB der durch die Koppellinse 16 
hindurchtretende Lasers trahl das Modulgehause 26 durch 
dessen laserlichtdurchlassige Deckenplatte 29' verlaBt und 
nachfolgend von einem auf der Deckenplatte 29' angebrach- 
ten zweiten Umlenkprisma 31' um 90° in Horizontalrichtung 
umgelenkt wird. Die Deckenplatte 29' kann aus Glas oder 
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einem geeigneten, fur das Laserlicht transparenten Halblei- 
termaterial sein. Um Riickwirkungen auf den Laser zu ver- 
meiden ist die Deckenplatte 29' entspiegelt und der Laser- 
strahl wird leicht schrag unter einem Winkel von beispiels- 
weise 5° bis 8° zur Normalen der Deckenplatte 29' durch 5 
diese hindurchgeschickt. Letzteres kann entweder durch 
eine Schragstellung der Deckelplatte 29' oder einfacher 
durch eine Strahlverkippung des Lasermoduls durch ent- 
sprechende Justage der Koppellinse 16 erreicht werden. 

In den Fig. 5, 6 und 7 kann das Rohrstiick 28' auch aus ei- 10 
nem Laserlicht-undurchsichtigen Material, beispielsweise 
Metall oder Keramik oder dergleichen bestehen. Eine her- 
metisch dichte Verbindung des Rohrstiicks 28' mit der Tra- 
gerplatte 27 kann beispielsweise durch SehweiBen, Loten 
oder Anglasen hergestellt werden. Samtliche in den Fig. 5 15 
bis 7 gezeigten Anordnungen konnen bei dem ersten Aus- 
fiihrungsbeispiel nach den Fig. 3 a, 3b zur Anwendung kom- 
men. 

In Fig. 6 ist ein optischer Isolator 37 in unmittelbarer 
Nahe zu dem zweiten Umlenkprisma 31' auf der Decken- 20 
platte 29' angeordnet. Alternativ dazu kann nach Fig. 7 ein 
optischer Isolator 38 auch auf der Tragerplatte 27 ange- 
bracht sein. Aufgrund des guten Warmekontakts mit der 
Tragerplatte 27 sowie der temperaturempfindlichen Opti- 
mierbarkeit des optischen Isolators 38 ist diese Anordnung 25 
besonders dann von Vorteil, wenn eine Kiihlung des Laser- 
moduls vorgesehen ist. 

Die Fig. 8a und 8b zeigen ein weiteres Beispiel fur ein 
Lasermodulgehause 26 mit deckenseitigem Strahlaustritt. 
Im Vergleich zu dem in den vorhergehenden Figuren darge- 30 
stellten Beispielen unterscheidet. sich diese Ausfuhrung le- 
diglich durch die Form der Strahlurnlenkung in dem zweiten 
Umlenkprisma 31". Bei der hier dargestellten Variante ist es 
zweckmaBig, die Austrittsflache 39 des Umlenkprismas 31" 
zu entspiegeln und ferner fiir einen beziiglich dieser Flache 35 
gcncigtcn Strahlaustritt zu sorgcn, wic dies in Fig. 8b gc- 
zeigt ist. Erreicht wird dies, indem die Symmetrieachse des 
zweiten Umlenkprismas 31" leicht gegeniiber der Strahl- 
richtung des Laserbiindels 32 verdreht ist. 

Fig. 9 zeigt eine Tragerplatte 27 in Draufsicht, wobei die 40 
in den bisherigen Figuren nicht dargestellten Leitungswege, 
Kontaktpads und elektrischen Bauteile erkennbar sind. Zur 
hermetisch dichten Anbringung der hier nicht dargestellten 
Kappe ist auf der Tragerplatte 27 ein umlaufender Dichtring 
40 aufgebracht, der beispielsweise aus Metall besteht und 45 
sowohl eine dichte Verbindung mit der Tragerplatte 27 aus- 
bildet als auch eine hermetisch dichte Verbindung mit der 
aufzubringenden Kappe, beispielsweise durch Loten, 
SehweiBen oder ein ahnliches Verfahren ermoglicht. Im In- 
nenbereich des Dichtrings 40 befindet sich der Trager 13 ei- 50 
nes Lasermoduls, welcher ebenfalls durch Kleben, Loten 
oder SchweiBen auf der Tragerplatte 27 befestigt sein kann. 
Der Trager 13 ist an seiner Oberflache mit einem Leiter- 
bahnmuster versehen, das den hier nicht dargestellten Laser- 
chip clcktrisch kontakticrt und scincrscits von auBeren Zu- 55 
leitungen kontaktiert wird. Ein HF-Datensignal wird iiber 
eine Koplanarleitung 42 zugeleitet, die einen zentralen Lei- 
terstreifen 42a fiir das HF-Datensignal und zwei auf Masse 
liegende benachbarte Leiterstreifen 42b und 42c aufweist. 
Die Leiterbahnstreifen 42a, 42b, 42c sind auf einer aus ei- 60 
nem dielektrischen Material bestehenden Leiterbahntrager- 
schicht der Tragerplatte 27 aufgebracht. An der gegeniiber- 
liegenden Seite wird das Leiterbahnmuster iiber drei Zulei- 
tungen 43, 44 und 45 elektrisch kontaktiert, die in der ange- 
gebenen Reihenfolge den Laserchip iiber eine HF-Drossel L 65 
und einen parallelen Schichtwiderstand R mit einem Vor- 
strom (bias-Strom) versorgen sowie die elektrische Verbin- 
dung zu dem Monitor-Chip 17 herstellen. Ferner ist auf der 
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Tragerplatte 27 ein als NTC-Widerstand ausgefiihrter Tem- 
peratursensor 46 mit den entsprechenden elektrischen Zulei- 
tungen und Kontaktpads ausgebildet. 

Um bei Verwendung eines metallischen Dichtrings 40 die 
hermetische Dichtigkeit zwischen dem Dichtring 40 und der 
Tragerplatte 27 nicht zu beeintrachtigen und andererseits die 
Moglichkeit eines elektrischen Kurzschlusses mit dem 
Dichtring 40 auszuschlieBen, sind die Leiterbahnen 42, 43, 
44 und 45 unterhalb des Dichtrings 40 und mit einer dielek- 
trischen Isolierschicht von diesem getrennt. 

In dem gezeigten Beispiel iiegt der Temperatursensor 46 
sowie der integrierte Schichtwiderstand R und die HF-Dros- 
sel L auBerhalb des Dichtrings 40 und konnen daher ohne 
weiteres mit FluBinittel gelotet oder mit GieBharz vergossen 
werden. Es ist jedoch auch moglich, einen weiter auBenlie- 
genden Verlauf des Dichtrings 40 vorzusehen, bei dem bei- 
spielsweise nur die auBeren AnschluBpads auBerhalb des 
Dichtrings 40 und somit auBerhalb des erfindungsgemaBen 
Modulgehauses 26 liegen. 

Fig. 10 zeigt ein zweites Ausfuhrungsbeispiel nach dem 
ersten Gesichtspunkt der vorliegenden Erfindung. Auf einer 
metallischen Tragerplatte 127 mit einem oberflachenseitig 
verlaufenden dielektrischen HF-Leiterbahntrager ist ein La- 
sermodul 130 angeordnet, das in einem Lasermodulgehause 
126 aufgenommen ist, dessen Kappe von einem Rohrstiick 
128 sowie einer transparenten Deckenplatte 129 gebildet ist. 
Der Aufbau des Lasermodulgehauses 126 entspricht einem 
der zuvor beschriebenen Lasermodulgehausen 26 mit dek- 
kenseitigem Strahlaustritt. Oberhalb des Lasermodulgehau- 
ses 126 ist ein auBeres Gehause 118 angeordnet, das von ei- 
nem auf der Tragerplatte 127 aufsitzenden Abstandsring 150 
getragen und mittels dieses in seiner Lage relativ zum Laser- 
modulgehause 126 festgelegt wird. Das auBere Gehause 118 
weist einen rohrstutzenartig ausgebildeten Gehausekorper 

151 aus Metall auf. Das eine Ende des Gehausekorpers 151 
ist als Schragflachcnbcrcich 152 ausgebildet, an dem cine 
AbschluBplatte 153 mit einem Umlenkspiegel 131 ange- 
bracht ist. Ein das Lasermodulgehause deckenseitig verlas- 
sendes Laserbiindel tritt durch eine Offnung 154 in den Ge- 
hausekorper 151 ein und wird von dem Umlenkspiegel 131 
kolinear zu der Gehauseachse umgelenkt. Im Inneren des 
Gehausekorpers 151 befindet sich ein optischer Isolator 134 
sowie eine Linse 133. An seinem dem Schragflachenbereich 

152 entgegengesetzten Ende weist der Gehausekorper eine 
AnschluBbohrung 154 auf, in die ein Steckerteil 155 eines 
optischen Wellenleiterkabels mit zentraler Glasfaser 123 
paBgenau und lagedefiniert einsetzbar ist. Die Glasfaser 123 
ist an ihrem freien Ende vorzugsweise mil einem Schrag- 
schliff versehen. 

Die Wirkungsweise dieser zweiten Ausfuhrungsform ist. 
wie folgt: 

Die in dem Lasermodul 130 angeordnete Koppellinse 16 
(Fig. 2) erzeugt ein stark vergroBertes Zwischenbild, das ty- 
pischerweise den 4- bis 5fachen Fleckdurchmesser der Mo- 
nomodc-Glasfascr 123 aufweist. Dies hat zur Folgc, daB der 
Abstand zwischen der Koppellinse 16 und der Linse 133 un- 
kritisch ist. Die Linse 133 verkleinert dieses Zwischenbild 
dann auf die FleckgroBe der anzukoppelnden Glasfaser 123, 
wodurch ein hoher Koppelwirkungsgrad erzielt wird. Diese 
Aufbauweise ermoglicht es, vorgefertigte und gepriifte au- 
Bere Gehause 118 bestehend aus Gehausekorper 151, Um- 
lenkspiegel 131, gegebenenfalls optischen Isolator 134 so- 
wie Linse 133 einzusetzen und diese auBeren Gehause 118 
nachfolgend in der dargestellten Weise mit einem ebenfalls 
separat gefertigten und kontrollierten erfindungsgemaBen 
Lasermodulgehause 126 zu koppeln. Zur Optimierung der 
Lichtauskopplung mussen die beiden Gehause 118, 126 re- 
lativ zueinander lagemaBig justiert und fixiert werden. Die 
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Fixierung kann durch LaserschweiBen am Abstandsring 150 
erfolgen. 

Fig. 11a und lib zeigen ein drittes Ausfiihrungsbeispiel 
der Erfindung, bei dem anders als in den bisher beschriebe- 
nen Ausfuhrungsbeispielen die Faserankopplung nicht an 5 
einem auBeren Gehause sondern an einem optischen Bau- 
element erfolgt. Ein Laserniodul 230 ist in einem Lasermo- 
dulgehause 226 aufgenommen, welches in der gleichen 
Weise wie in den Fig. 8a und 8b dargestellt aus einer Trager- 
platte 227, einem Rohrstiick 228 und einer Deckenplatte 229 10 
aufgebaut ist. In ebenfalls analoger Weise zu den Fig. 8a und 
8b ist ein Umlenkprisrna 231 auf der Deckenplatte 229 an- 
gebracht, das das von dem Lasermodul 230 emittierte Laser- 
lichL in ein parallel zu der Ebene der Tragerplatte 227 ver- 
laufendes Laserbiindel 232 umlenkt. In Strahlrichtung un- 15 
mittelbar hinter dem Umlenkprisrna 231 befindet sich ein 
ebenfalls auf der Deckenplatte 229 angebrachter optischer 
Isolator 234, der zu Justagezwecken in strahlparalleler Rich- 
tung verschieblich ist. Die Lichtaustrittsflache des optischen 
Isolators 234 ist - beispielsweise durch eine Klebung - fest 20 
mit einem Faserflansch 222 einer Glasfaser 223 verbunden. 
Der optische Isolator 234 wird in Richtung der Faserachse 
und der Faserflansch 222 quer zur Faserachse bezuglich 
dem optischen Isolator 234 justiert. Wenn kein optischer 
Isolator 234 vorgesehen ist (beispielsweise bei Modulen mit 25 
einer etwas geringeren Datenrate) kann der Faserflansch 222 
auch direkt am Umlenkprisrna 231 fixiert sein. 

Fig. lib zeigt die in Fig. 11a dargestellte Anordnung in 
Draufsicht und verdeutlicht den Strahlversatz in dem opti- 
schen Isolator 234. 30 

Dieses Ausfuhrungsbei spiel weist in bezug auf seine Eig- 
nung fiir hermetische Dichtigkeit und fur eine Ankopplung 
eines Kiihlelements die gleichen Vorzuge wie die ersten bei- 
den Ausfuhrungsbeispiele auf. 

Insbesondere bei dem Einsatz eines Kiihlelements in der 35 
bcrcits crlautcrtcn Weise kann cs zwcckmaBig sein, die gc- 
samte Einheit durch Umschaumen oder Umspritzen mit ei- 
nem schlecht warmeleitenden Kunststoff gegeniiber Um- 
welteinfliissen und Warmeaustausch zu schiitzen, wobei auf 
diese Weise auch eine Zugentlastung der Glasfaser erreich- 40 
bar ist. 

Fig. 12 zeigt eine Variante des in den Fig. 11a, lib darge- 
stellten dritten Ausfuhrungsbeispiels, wobei gleiche Teile 
mit den selben Bezugszeichen gekennzeicb.net sind. Auch 
hier erfolgt die Ankopplung eines Faserflansches 222' direkt 45 
an einem optischen Isolator 235. Im Unterschied zu dem 
dritten Ausfiihrungsbeispiel ist der optische Isolator 235 
hier jedoch an der mil einem Peltier-Kiihlelement 221 in 
Kontakt stehenden Tragerplatte 227' angebracht, wodurch 
eine gute Temperaturstabilisierung des optischen Isolators 50 
235 bewirkt wird. Ferner ist ein frontseitig verspiegeltes 
Umlenkprisrna 231' gewahlt. 

Ein Peltier-Kiihlelement 211 ist auf einer Bodenplatte 219 
montiert, auf die eine einfache Schutzhaube 250 aus einem 
Kunststoff material aufgcsctzt ist, wclchc den Gcsamtaufbau 55 
umgibt. Die Schutzhaube 250 schiitzt die auBerhalb des Mo- 
dulgehauses 226' angeordneten optischen Komponenten vor 
Staub und verhindert einen Warmeaustausch durch Konvek- 
tion. 

Samtliche dargestellten Ausfuhrungsbeispiele sind in ih- 60 
rer Funktionalitat vergleichbar und zeichnen sich stets durch 
das Prinzip der Verwendung des erfindungsgemaBen Modul- 
gehauses als laseroptische Kerneinheit aus. Durch dieses 
Aufbauprinzip wird ein hohes MaB an Gestaltungsvariabili- 
tat und Modularitat erreicht, wodurch sich besonders fiir 65 
hermetisch dichte und/oder gekiihlte Bauelemente kosten- 
giinstige Realisierungen ergeben. 

Fig. 13 zeigt ein weiteres Beispiel eines Modulgehauses 
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326 mit innerhalb des Gehauses angeordnetem Lasermodul 
330. Das Lasermodul 330 entspricht dem in Fig. 2 darge- 
stellten bekannten Lasermodul. Das Modulgehause 326 
weist eine Kappe bestehend aus einer Umfangswand 328 
und einem deckenseitig hermetisch dicht angebrachten Fen- 
ster 329 auf, die der bei ub lichen TO-Gehausen verwende- 
ten Kappe entspricht. Die Kappe ist von einem Abstandsring 
350 umgeben, iiber den das Modulgehause 326 beispiels- 
weise wie in Fig. 10 dargestellt mit einem auBeren Gehause 
koppelbar ist. Die Umfangswand 328 ist hermetisch dicht 
mit einem das Lasermodul 330 tragenden Gehause boden 
331 verschweiBt. Der Gehauseboden 331 weist Kontaktie- 
rungsbohrungen 332 auf, die von Kontaktierungsstiften 333, 
333' durchsetzt sind. Wahrend der Kontaktierungsstift 333' 
zur Durchfuhrung des HF-Datensignals dient, ermoglicht 
der Kontaktierungsstift 333 sowie weitere nicht dargestellte 
Kontaktierungsstifte die elektrische Kontaktierung des Mo- 
nitor-Chips 17, eines ggf. vorgesehenen Temperatursensors 
sowie die Zuleitung des Bias-Stroms fur den Laserchip 13. 

Unterhalb des Gehausebodens 331 ist eine Tragerplatte 

327 angeordnet und mittels eines Klebers 334 mit dieser 
verbunden. Die Tragerplatte 327 ist aus einem beispiels- 
weise aus Metall bestehenden Korper 327a mit guter War- 
meleitfahigkeit sowie einem dariiber verlaufenden HF-Lei- 
terbahntrager 327b aufgebaut. Der HF-Leiterbahntrager 
327b fiihrt eine in Fig. 13 nicht erkennbare, als Mikrostrei- 
fenleitung oder Koplanarleitung ausgebildete HF-Leiter- 
bahnstrecke unmittelbar zu dem Kontaktierungsstift 333'. 
Um eine gute HF-Tauglichkeit aufzuweisen, muB die freie, 
aus dem Gehauseboden herausragende Lange des HF-Kon- 
taktierungsstiftes 333' so klein wie nur moglich sein. Aus 
diesem Grund wird der fiir die Klebung benotigte Ab stand 
zwischen Gehauseboden 331 und Tragerplatte 327 minimal 
gehalten. Auf grund dieser MaBnahmen weist auch dieses 
Modulgehause 326 die gewiinschten guten HF-Eigenschaf- 
tcn und glcichzcitig die fur cine Kiihlung crfordcrlichc cffl- 
ziente thermische Ankopplung an die Tragerplatte auf. 

Das Modulgehause 326 kann in gleicher Weise wie die in 
den Fig. 5 bis 8 und 10 bis 12 gezeigten Modulgehause 26, 
126 und 226 in vari abler Weise eingesetzt werden. Ein Vor- 
teil des Modulgehauses 326 besteht darin, daB die hermeti- 
sche Dichtigkeit des Gehauses in einf acher Weise durch eine 
WiderstandsschweiBung zwischen dem Gehauseboden 331 
und der Umfangswand 328 erzielbar ist. Ferner ist vorteil- 
haft, daB auch bereits bestehende TO-Lasermodulgehause 
nach einer entsprechenden Kiirzung ihrer Durchfiihrungs- 
pins und Montage auf einer erfindungsgemaB aufgebauten 
Tragerplatte zum Einsatz kommen konnen. 

Bezugszeichenliste 

1 Gehause 

2 Lasermodul 

3 Grundplatte 

4 Gchauscdcckcl 

5 Gehauseflansch 

6 Faserflansch 

7 Gehausefenster 

8 Schutz- und Zugentlastungsumhullung 

9 AnschluBfaser 

10 Linse 

11 Peltier-Kiihlelement 

12 Laserchip 

13 Trager 

14 Umlenkprisrna 

15 Umlenkprisrna 

16 Koppellinse 

17 Monitor-Chip 
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11 



12 



18 auBeres Gehause 

19 Bodenplatte 

20 Gehausedeckel 

21 Stimseite 

22 Faserflansch 

23 Glasfaser 

24 Doppelpfeil 

25 Peltier-Kuhlelement 

26 Lasermodulgehause 

27 Tragerplatte 

28, 28' Rohrstuck 

29, 29' Deckenplatte 
30 Lasermodul 

31, 31', 31" Umlenkprisma 

32 Laserlichtbundel 

33 Linse 

34 optischer Isolator 

35 optischer Isolator 

36 optischer Isolator 

37 optischer Isolator 

38 optischer Isolator 

39 Austrittsflache 

40 Dichtring 

41 Leiterbahnmuster 

42 Koplanarleitung 
42a, b, c Leiterstreifen 

43 Leiterbahn 

44 Leiterbahn 

45 Leiterbahn 

46 Temperatursensor 

47 optischer Isolator 
118 auBeres Gehause 
123 Glasfaser 

126 Lasermodulgehause 

127 Tragerplatte 

128 Rohrstuck 

129 Deckenplatte 

130 Lasermodul 

131 Umlenkspiegel 

132 Laserlichtbundel 

133 Linse 

134 optischer Isolator 

150 Abstandsring 

151 Gehausekorper 

152 Schragflachenbereich 

153 AbschluBplatte 

154 AnschluBbohrung 

155 Sleeker 

211 Peltier-Kuhlelement 
219 Bodenplatte 
222, 222' Faserflansch 
223 Glasfaser 

226, 226' Lasermodulgehause 

227, 227' Tragerplatte 

228 Rohrstuck 

229 Deckenplatte 

230 Lasermodul 

231, 231' Umlenkprisma 
232 Laserlichtbundel 

234 optischer Isolator 

235 optischer Isolator 
250 Schutzhaube 

326 Lasermodulgehause 

327 Tragerplatte 
327a Metallkorper 

327b HF-Leiterbahntrager 

328 Umfangswand 

329 Fenster 



to 



15 



20 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



55 



60 



65 



330 Lasermodul 

331 Gehauseboden 

332 Kontaktierungsbohrung 

333 Kontaktierungsstift 
333' HF- Kontaktierungsstift 

334 Kleber 

350 Abstandsring 

L HF-Drossel 

R Schichtwider stand 

Patentanspriiche 

1 . Gehauseanordnung fur ein Lasermodul 

- mil einem hermetisch dichten Modulgehause 
(26, 126, 226, 226', 326), 

- das das Lasermodul (30, 130, 230, 330) 
enthalt und 

- das mindestens einen laserlichtdurchlassi- 
gen Austrittswandabschnitt (28, 29', 128, 
229, 329) aufweist, 

- mit einer Tragerplatte (27, 127, 227, 227', 327), 
die 

- entweder den Boden des Modulgehauses 
(26, 126, 226, 226') ausbildet 

- oder einen Gehauseboden (331) des Mo- 
dulgehauses (326) tragt und 

- mit einer Einrichtung (22, 154, 222, 222') zur 
Ankopplung eines Lichtleiters (23, 123, 223), 
dadurcli gekennzeichnet, 

- daB die Tragerplatte (27, 127, 227, 227', 327) 
einen aus einem dielektrischen Material bestehen- 
den HF-Leiterbahntrager umfaBt, und 

- daB zur elektrischen HF-Kontaktierung des La- 
sermoduls (30, 130, 230, 230) eine an dem HF- 
Leiterbahntrager gefuhrte HF-Leiterbahnstrecke 
vorgeschen ist. 

2. Gehauseanordnung nach Anspruch 1, dadurch ge- 
kennzeichnet, daB die elektrische HF-Leiterbahn- 
strecke eine Koplanarleitung (42) oder Mikrostreifen- 
leitung ist. 

3. Gehauseanordnung nach einem der Ansprtiche 1 
und 2, dadurch gekennzeichnet, daB die HF-Leiter- 
bahnstrecke einen Wellen wider stand zwischen 25 Q 
und 50 Q aufweist. 

4. Gehauseanordnung nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die den Bo- 
den des Modulgehauses (26, 126, 226, 226') ausbil- 
dende Tragerplatte (27, 127, 227, 227') allein von dem 
aus dem dielektrischen Material bestehenden HF-Lei- 
terbahntrager gebildet ist. 

5. Gehauseanordnung nach einem der Anspruche 1 bis 
3, dadurch gekennzeichnet, daB die den Boden des Mo- 
dulgehauses (26, 126, 226, 226') ausbildende Trager- 
platte (27, 127, 227, 227') aus dem HF-Leiterbahntra- 
ger und einer liber dem HF-Lcitcrbahntragcr angcord- 
neten, insbesondere aus Gu, einer Gu/W-Legierung 
oder Kovar bestehenden Metallschicht aufgebaut ist. 

6. Gehauseanordnung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB die den Bo- 
den des Modulgehauses (26, 126, 226, 226') ausbil- 
dende Tragerplatte (27, 127, 227, 227') oberflachensei- 
tig mit einem metallischen Dichtring (40) ausgestattet 
ist und die HF-Leiterbahnstrecke unterhalb des metalli- 
schen Dichtrings (40) und gegenuber diesem isoliert 
gefiihrt ist. 

7. Gehauseanordnung nach einem der vorhergehenden 
Anspruche, dadurch gekennzeichnet, daB der HF-Lei- 
terbahntrager als Mehrlagenplatine ausgefiihrt ist. 
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8. Gehauseanordnung nach einem der vorhergehenden 
Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das dielektri- 
sche Material A1 2 0 3 BeO oder A1N ist. 

9. Gehauseanordnung nach einem der Anspriiche 1 bis 

3, dadurch gekennzeichnet, daB die den Gehauseboden 5 
(331) des Modulgehauses (326) tragende Tragerplatte 
(327) aus einem Korper (327a) eines Materials mit gu- 
ter thermischer Leitfahigkeit, insbesondere Metall und 
dem oberhalb des Korpers (327a) angeordneten HF- 
Leiterbahntrager (327b) aufgebaut ist. to 

10. Gehauseanordnung nach einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, 

- daB ein optisches Element (231, 231'; 234, 
234') im Slrahlengang des Laserlichtbundels 
(232) hinter dem Modulgehause (226, 226', 326) 15 
angeordnet. ist, und 

- daB der optische Lichtleiter (223) in mecha- 
nisch stabiler Lage an dem optischen Element 
(231, 231'; 234, 234') festlegbar ist. 

11. Gehauseanordnung nach Anspruch 10, dadurch 20 
gekennzeichnet, daB es sich bei dem optischen Element 
um ein Umlenkprisma (231, 231') handelt. 

12. Gehauseanordnung nach Anspruch 10, dadurch 
gekennzeichnet, daB es sich bei dem optischen Element 
um einen optischen Isolator (234, 234') handelt. 25 

13. Gehauseanordnung nach einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Ge- 
hauseanordnung von einer durch Einschaumen und/ 
oder Umspritzen mit einem schlecht warmeleitenden 
Kunststoff bewirkten Schutzummantelung umgeben 30 
ist 

14. Gehauseanordnung nach einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB die Ge- 
hauseanordnung von einem Schutzgehause (250) ins- 
besondere aus Kunststoff umgeben ist. 35 

15. Gehauseanordnung nach einem der Anspriiche 1 
bis 9, dadurch gekennzeichnet, 

- daB ein auBeres Gehause (18, 118) im Strahlen- 
gang des Laserlichtbundels (32, 132) hinter dem 
Modulgehause (26, 126, 326) angeordnet ist, und 40 

daB der optische Lichtleiter (32, 123) in mecha- 
nisch stabiler Lage an dem auBeren Gehause (18, 
118) festlegbar ist. 

16. Gehauseanordnung nach einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das Mo- 45 
dulgehause (26, 126, 226, 226', 326) iiber die Trager- 
platte (27, 127, 227, 227', 327) thermisch an ein auBer- 
halb des Modulgehauses (26, 126, 226, 226', 326) an- 
geordnetes Kiihlelement, insbesondere ein Peltier-Ele- 
ment (11, 211) angekoppelt ist 50 

17. Gehauseanordnung nach einem der vorhergehen- 
den Anspriiche, dadurch gekennzeichnet, daB das Mo- 
dulgehause (26, 126, 226, 226') aus der Tragerplatte 
(27, 127, 227, 227') und einer hermetisch dicht mit der 
Tragerplatte (27, 127, 227, 227') gckoppcltcn Kappc 55 
besteht. 

18. Gehauseanordnung nach Anspruch 17, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Kappe integral ausgebildet ist 
und aus einem laserlichtdurchlassigen Material, insbe- 
sondere Glas oder Silizium besteht. 60 

19. Gehauseanordnung nach einem der Anspruch 17, 
dadurch gekennzeichnet, daB die Kappe aus einem die 
Umfangswande bildenden Rohrstiick (28', 128, 228) 
und einer laserlichtdurchlassigen Deckenplatte (29', 
129, 229) aufgebaut ist, wobei das Rohrstiick (28', 128, 65 
228) insbesondere aus Keramik oder Metall und die 
Deckenplatte (29', 129, 229) insbesondere aus Glas 
oder Silizium besteht. 
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20. Gehauseanordnung nach Anspruch 17, dadurch 
gekennzeichnet, daB die Kappe aus einem die Um- 
fangswande bildenden laserlichtdurchlassigen Rohr- 
stiick (28) und einer Deckenplatte (29) aufgebaut ist, 
wobei das Rohrstiick (28) insbesondere aus Glas oder 
Silizium und die Deckenplatte (29) insbesondere aus 
Keramik oder Metall besteht. 

21. Gehauseanordnung nach einem der Anspriiche 1 
bis 16, dadurch gekennzeichnet, daB das Modulge- 
hause (326) aus einer TO-Kappe (328, 329) mit trager- 
plattenseitig vorgesehenem Gehauseboden (331) auf- 
gebaut ist. 

22. Gehauseanordnung nach Anspruch 21, dadurch 
gekennzeichnet, daB der Gehauseboden (331) des Mo- 
dulgehauses (326) mit einer Kontaktierungsbohrung 
(332) versehen ist, durch die ein Kontaktierungsstift 
(333') elektrisch isoliert gefiihrt ist und mit der HF-Lei- 
terbahnstrecke (327b) in elektrischem Kontakt steht, 
wobei ein zwischen dem Gehauseboden (331) und der 
HF-Leiterbahnstrecke (327b) verlaufender Abschnitt 
des Kontaktierungsstiftes (333') eine moglichst geringe 
Lange, insbesondere weniger als 1 mm, aufweist. 
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